
ミニマル3DICファブ開発研究会

【産業技術総合研究所九州センター】

(国立研究開発法人)産業技術総合研究所

● ミニマルファブをベースにした半導体の三次元実装（3DIC）を可能にする生産システムの開発を目指し、2011年3月より活動
● メンバー企業が中心となり、戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）等の公的資金なども活用して、3DIC化プロセス装置および
BGAパッケージング用装置群を開発

● 産総研九州センターが事務局となり、福岡で毎月「コア開発会議」を開催して、課題の共有や、短期間・低コストでの試作が可能とい
うミニマルファブの特性を活かした試作ビジネス、ミニマル装置の拡販に向けた今後の展開等についても議論

活動内容

幹事：九州大学教授 浅野種正 メンバー：４５機関（３９企業、４大学、２公的機関）
事務局：産総研 九州センター所長 平井寿敏

大園満 猿渡新水 井上道弘 太田克彦 岩永修一
連絡先： q-minimal-ml@aist.go.jp（ミニマル3DICファブ開発研究会事務局）

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ
14機種開発

3D化・TSV

ミニマル規格/共同研究・開発

ミニマルファブ関係図（つくば＆九州）

ﾌｧﾌﾞｼｽﾃﾑ研究会

ﾐﾆﾏﾙ3DICﾌｧﾌﾞ開発研究会

ｻﾎﾟｲﾝ事業による装置開発(九州局）
８件完了 1件新規

①ﾃﾞﾊﾞｲｽ検査 ②超音波接合③角形ウェハー塗布
④イオンビームスパッタ ⑤ＴＳＶめっき⑥CD-SEM
⑦TSV高速ｴｯﾁﾝｸ ⑧両面ｱﾗｲﾒﾝﾄ機能ﾏｽｸﾚｽ露
光 ⑨ミニマルファブによるディスコン品対応
その他関東局1件、東北局1件にも参加

産総研 つくば
産総研 九州センター

半導体前工程
・ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ形成

・配線層形成・MEMS

３D化
・TSV

半導体組立
・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

・ミニマルプロセス開発
・ミニマルシステム開発
・ミニマル装置開発

ﾐﾆﾏﾙﾌｧｸﾄﾘｼｽﾃﾑWG等

ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾟﾛｾｽ開発WG

（一社）ﾐﾆﾏﾙﾌｧﾌﾞ推進機構

本研究会は、つくばのファブシステム研究会と密接に連携し、3DIC化およ
び後工程の装置開発・試作に取り組んでいます。装置開発では産総研ナ
ノエレクトロニクス研究部門（つくば）ミニマルシステムＧｒ．の指導の下、装
置開発企業の皆様を中心に3DIC・パッケージ装置群を開発しています。

2019.03.20現在

AISTつくば
ファブシステム研究会

AISTつくば
ファブシステム研究会

ミニマル3DICファブ開発研究会 （後工程開発）

1.熊本防錆工業（株）
2.（株）ピーエムティー
3.オジックテクノロジー（株）
4.（株）ロジック・リサーチ
5.（株）SSテクノ
6.（株）デンケン
7.（株）石井工作研究所
8.（株）TCK
9.ジャパンファインスチール（株）
10.石田産業（株）
11.（株）アライズテクノロジー
12.（株）晴喜製作所
13.（株）ワイ・デー・ケイ九州
14.（株）上村エンタープライズ
15.KNE（株）
16.(株)システック井上
17.テクノデザイン(株)
18.(株)昭和

19.九州大学
20.大分大学
21.福岡県産業・科学技術振興財団

1.パナソニック・ファクトリー・ソリューションズ（株）
2.（株）堀場エステック
3.誠南工業（株）
4.（株）アドテックプラズマテクノロジー
5.（株）クレヴ
6.澁谷工業（株）

7.名古屋大学
8.京都工芸繊維大学

45機関 （企業39 大学4 公的機関2）
下線（26機関）はファブシステム研究会メンバー

幹事：浅野種正(九州大学教授）

AIST九州AIST九州

1.アイアールスペック（株）
2.不二越機械工業（株）
3.（株）ディスコ
4.リソテックジャパン（株）
5.アピックヤマダ（株）
6. （株）片桐エンジニアリング
7.（株）サムウェイ
8.横河ソリューションサービス（株）
9.（株）東精エンジニアリング
10.SMC（株）
11.ルネサスセミコンダクタパッケージ
＆テストソリューションズ（株）

12.（株）プレテック
13.JFE商事エレクトロニクス（株）
14.（株）三明
15.ファイテック（株）

本研究会は、九州地域の装置開発企業を中心とする４５機関で構成され
ています。毎月開催しているコア開発会議では、出席企業・研究機関間で
各装置等の開発状況や課題の共有・解決策の検討、関連する話題や情報
提供・共有、今後の方針等の議論を活発に行っています。

研究会の組織体系

活動の実績・成果

3DIC化のプロセスおよび装置開発は、経済産業省補助金「戦略的基盤技
術高度化支援事業（サポイン）」に８件採択されるなど、競争的資金の支援
を受け、必要な全てのプロセス装置の開発を完了しました。

3DIC開発プロジェクト年表

BGAパッケージングに必要な１４機種の装置群も2015年内に開発を終え、
産総研つくばで様々な試作やファブトライアルに利用されてきました。2018
年8月にこれらの装置群を産総研九州センターに移設し、現在は「ミニマル
IoTデバイス実証ラボ」の取り組みに活用されています。


